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虞尊’孺一飞■础晶片上的空间，是一种宝贵的资源。结构越来越小．格式越来越大．从而要求
最优化的使用。在长度测量和角度测量的设备应用上，要求在更大的待测量领
域。产生最高的精度和最佳的分辨率。海德汉的度量工具，一直都顺应着这样
的需求。我们不断研究和发展，为明日更多的需求，做好准备。
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